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Cerințe pentru Ansamblurile
Electrice și Electronice Lipite

1 GENERALITĂŢI

1.1 Domeniu Acest standard descrie practicile și cerințele pentru fabricarea ansamblurilor electrice și electronice lipite. În
trecut, standardele de asamblare produse electronice (lipire cu aliaje) conțineau mai mult tehnici de îndrumare cuprinzătoare
cu adresare în special principiilor și tehnicilor. Pentru o mai bună înțelegere a recomandărilor și cerințelor acestui document,
se poate utiliza acest document împreună cu IPC-HDBK-001 și IPC-A-610.

1.2 Scop Acest standard descrie materialele, metodele și criteriile de acceptare pentru producerea de ansamblurile electrice
și electronice lipite. Intenția acestui document este aceea de a pune bază pe metodologia de control a procesului pentru a se
asigura că în timpul fabricației unui produs nivelele stabilite de calitate sunt respectate. Pentru a realiza o conexiune electrică,
nu este în scopul acestui standard excluderea oricărei proceduri de amplasare de componentă, flux și aliaj.

1.3 Clasificare Acest standard recunoaște clasificarea ansamblurilor electrice și electronice după scopul utilizării finale. Au
fost stabilite trei clase de produse finale care reflectă diferențele de realizare practică, complexitate, cerințe de performanțe
funcționale și frecvența verificărilor (inspecție/testare). În cazul unui echipament ar trebui recunoscut faptul că s-ar putea să
existe suprapuneri între clase.

Utilizatorul, vezi 1.8.12, poartă responsabilitatea pentru definirea clasei produsului. Clasa produsului ar trebui să fie statuată
în setul documentelor contractuale.

CLASA 1 Produse Electronice Generale
Include produsele potrivite pentru aplicații unde cerința majoră este funcționarea ansamblului complet.

CLASA 2 Produse Electronice cu o Durată Dedicată de Funcționare
Include produsele unde se cere o performanță continuă și o durată de viață extinsă și pentru care funcționarea neîntreruptă
este dorită dar nu e critică. Condițiile tipice de mediu din exploatare nu ar trebui să producă defectări.

CLASA 3 Produse Electronice de Înaltă Performanță/Condiții Severe de Exploatare
Include produsele unde se cere tot timpul o performanță înaltă sau unde cererea de performanță este un factor critic,
defectarea echipamentului nu poate fi tolerată, condițiile de mediu din exploatare pot fi neobișnuit de severe și
echipamentul trebuie să funcționeze atunci când este nevoie de el, cum ar fi de exemplu cele care susțin viața sau
alte sisteme critice.

1.4 Unități de Măsură și Utilizare Toate dimensiunile și toleranțele și la fel de bine și alte unități de măsură (temperatură,
greutate etc.) din acest standard sunt exprimate în unități SI (Sistem Internațional) cu asigurarea exprimării și în unități
Imperiale Britanice în paranteze. Dimensiunile și toleranțele folosesc milimetri ca formă principală; micronii sunt folosiți
atunci când precizia face ca milimetrii să fie dificil de utilizat. Temperatura se exprimă în grade Celsius. Greutatea este
exprimată în grame.

1.4.1 Verificarea Dimensiunilor Dimensiunile reale ale elementelor montate și ale racordurilor lipiturilor precum
și determinarea procentelor nu sunt cerute decât în situațiile de arbitraj. Pentru scopurile determinării conformității
cu această specificație, toate valorile limită specificate din acest standard sunt valori limită absolute așa cum sunt
ele definite de ASTM E29.
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